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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面、前記上面とは反対側の下面を有するチップ搭載部と、
　主面、前記主面とは反対側の裏面、及び前記主面に形成された複数の電極パッドを有し
、前記チップ搭載部の前記上面上に搭載された半導体チップと、
　前記チップ搭載部の周囲に配置された複数のリードと、
　前記チップ搭載部に連なる複数の吊りリードと、
　前記半導体チップの前記複数の電極パッドと前記複数のリードとをそれぞれ電気的に接
続する複数のボンディングワイヤと、
　表面、前記表面とは反対側の実装面を有し、前記複数のリードのそれぞれの一部が前記
実装面から露出するように、前記半導体チップ、前記複数のリード及び前記複数のボンデ
ィングワイヤを封止する樹脂封止体と、
を含み、
　前記樹脂封止体の平面形状は四角形から成り、
　前記複数のリードは、前記樹脂封止体の各辺に沿って配置され、
　前記複数の吊りリードは、前記チップ搭載部から前記樹脂封止体の前記各辺に向かって
延在していることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体チップの前記電極パッドは、前記ボンディングワイヤを介して前記チップ搭
載部と電気的に接続されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記チップ搭載部の前記下面は、前記樹脂封止体の前記実装面から露出していることを
特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記複数の吊りリードのそれぞれの一部は、前記樹脂封止体の前記実装面から露出して
いることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記複数のリードは、前記半導体チップ側に位置する一端部と、前記樹脂封止体の前記
各辺側に位置する他端部とを有し、
　前記複数のリードのそれぞれの前記一端部における配列ピッチは、前記複数のリードの
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それぞれの前記他端部の配列ピッチと同一であることを特徴とする請求項４に記載の半導
体装置。
【請求項６】
　前記半導体チップの前記裏面の一部は、前記樹脂封止体と接触していることを特徴とす
る請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記チップ搭載部の平面サイズは、前記半導体チップの平面サイズよりも小さいことを
特徴とする請求項５に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記半導体チップの前記電極パッドは、前記ボンディングワイヤ及び前記吊りリードを
介して、前記チップ搭載部と電気的に接続されていることを特徴とする請求項６又は７に
記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記複数のリードは、前記ボンディングワイヤが接続される第１の面と、前記第１の面
の反対側に位置し、前記樹脂封止体の前記実装面から露出する第２の面と、前記第１の面
よりも前記第２の面側に位置する第３の面とを有し、
　前記複数のリードのそれぞれは、前記第３の面が前記半導体チップと平面的に重なるよ
うに、配置されていることを特徴とする請求項８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　（ａ）上面、前記上面とは反対側の下面を有するチップ搭載部と、前記チップ搭載部の
周囲に配置された複数のリードと、前記チップ搭載部に連なる複数の吊りリードとを備え
たリードフレームを準備する工程、
　（ｂ）主面、前記主面とは反対側の裏面、及び前記主面に形成された複数の電極パッド
を有する半導体チップを、前記チップ搭載部の前記上面上に搭載する工程、
　（ｃ）前記半導体チップの前記複数の電極パッドと前記複数のリードとを、複数のボン
ディングワイヤを介してそれぞれ電気的に接続する工程、
　（ｄ）前記半導体チップ、前記複数のリード及び前記複数のボンディングワイヤを樹脂
で封止する工程、
　（ｅ）前記リードフレームの一部を切断する工程、
　を含み、
　前記（ｄ）工程により形成される樹脂封止体は、表面と、前記表面とは反対側の実装面
とを有し、
　前記樹脂封止体の平面形状は四角形から成り、
　前記複数のリードは、前記樹脂封止体の各辺に沿って配置され、
　前記複数のリードは、前記複数のリードのそれぞれの一部が前記樹脂封止体の前記実装
面から露出するように、前記樹脂で封止され、
　前記複数の吊りリードは、前記チップ搭載部から前記樹脂封止体の前記各辺に向かって
延在していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
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